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一周解一惑（4）：如何看待下半年半导体设备

投资机会 
■半导体产业延续高景气，进入新一轮 3 年扩张周期。全球半导体资

本开支自 19 年起底部回升，未来进入加速投资阶段。据 IC Insights 预

测，2020 年半导体资本支出为 1080 亿美元，同比增长 5.46%，2021 年

将达到 1156 亿美元，同比增长 6.9%，由于疫情加速全球数字化转型叠

加缺芯事件，引发晶圆厂投资建设加速，2020 年半导体资本开支超过

2018 年达到了历史最高点，至 2023 年全球半导体资本开支将上升至

1280 亿美元。半导体设备支出与资本开支呈强相关性且具有一定周期

性，通常在两到三年增长后将出现一定的下滑，我们判断未来三年将

处于上行期。 

■国内晶圆厂产能持续扩充，多产线拉动国内半导体设备需求。我们

对内资 7 条产线扩产情况进行了梳理，目前国内半导体设备由原先依

靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动转变为国内各类

IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振，根据芯思想统计，2020

年四季度 12 英寸生产线合计产能约 103 万片，较 2019 年增长 13 万片，

8 英寸生产线合计产能约 117 万片，较 2019 年增长 17 万片，根据我们

统计 2021 年 12 英寸生产线合计产能将提升 17 万片，8 英寸生产线合

计产能将提升 10 万片，加上规划未完工产能后，12 英寸产线合计产能

将超 200 万片， 8 英寸合计产能将达 150 万片，国内晶圆厂产能扩充

将持续加速，国产半导体设备需求将迎来大规模提升。 

■半导体产业向中国大陆转移，设备国产化率有望持续上升。随着半

导体产业的资本注入热潮，本土晶圆厂在建和规划的数量快速增加，

对国产半导体设备的需求将进一步提升，全球半导体产业向中国大陆

转移已成定局，推动半导体设备国产化率逐渐提升。以长江存储为例，

我们根据中国国际招标网数据进行了统计， 截止 2021 年 5 月 30 日，

长江存储综合国产化率已由 14%提升至 16%，其中从北方华创采购的

刻蚀设备、氧化/扩散/热处理设备、薄膜沉积设备，从沈阳拓荆采购

的薄膜沉积设备份额均有显著的提升，我们认为，在强调科技自立自

强的大背景下，国内各产线国产化率有望持续提升，对国内半导体设

备厂商的订单需求将受益显著。 

■投资建议：重点推荐中微公司（刻蚀设备）、华峰测控（测试设备）、，

精测电子（测试设备），建议关注芯源微（涂胶显影设备）、盛美股份

（清洗设备）、北方华创（刻蚀设备）、、至纯科技（清洗设备）、长川

科技（测试设备）。 

■风险提示：下游扩产不及预期，国产化进程不及预期 
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1. 半导体产业延续高景气，未来进入新一轮 3 年扩张周期 

 

全球半导体资本开支自 19 年起底部回升，未来进入加速投资阶段。据 IC Insights 预测，2020

年半导体资本支出为 1080 亿美元，同比增长 5.46%，2021 年将达到 1156 亿美元，同比增

长 6.9%，由于疫情加速全球数字化转型叠加缺芯事件，引发晶圆厂投资建设加速，2020 年

半导体资本开支超过 2018 年达到了历史最高点，至 2023 年全球半导体资本开支将上升至

1280 亿美元。根据 2021 年台积电 4 月召开的法说会，公司 2020 年资本开支为 172.4 亿美

元，预计2021年资本开支将上调至300亿美元，其中，80%的资本开支将用于先进制程（7nm、

5nm 及 3nm）；三星则预计 2021 年增加资本支出 20%-30%用于存储及晶圆代工厂建设，全

年资本开支将达 35 兆韩元（约合 296 亿美元）。在国外巨头加速投资先进制程的情况下，国

内晶圆厂陆续展开成熟制程的扩产，据各公司公告披露，中芯国际计划 21 年成熟 12 英寸

产线扩产 1 万片，成熟 8 英寸产线扩产不少于 4.5 万片；华虹半导体、华润微、合肥长

鑫、长江存储等均处于产能爬坡状态；士兰微、上海积塔、广州粤芯等积极推进新产线建设，

未来全球半导体将进入加速投资阶段。 

 

图 1：全球半导体产业资本开支情况 

 

资料来源：IC Insights，安信证券研究中心 

 

半导体设备支出与资本开支呈强相关性且具有一定周期性，通常在两到三年增长后将出现一

定的下滑，我们判断未来三年将处于上行期。根据 Semi 预测，2020 年全球半导体设备支出

增长 16%，2021 年将维持 15.5%的增速，2022 年将增长 12%超 800 亿美元，其中设备支

出增长的主要原因为 8 寸及 12 寸晶圆厂的扩张。 
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图 2：2011~2022 年晶圆厂设备支出预计  

 
资料来源：Semi，安信证券研究中心 

 

8 寸晶圆厂建设方面，2020 年~2024 年，全球 8 寸晶圆产能将提高 95 万片/月，达到 660 

万片/月的 8 寸晶圆产能，其中 2020 年 8 寸晶圆厂设备支出超 30 亿美元，2021 年将达到近

40 亿美元，其中中国大陆 8 寸产能将达全球第一，占比 18%，（约 110 万片/月），其次为日

本与台湾，分别占比 16%（约 98 万片/月）。 

 

图 3：8 寸晶圆厂产能及数量预测 

 
资料来源：Semi，安信证券研究中心 

 

12 寸晶圆厂建设方面，根据 Semi 统计，2020~2024 年至少增加 38 个 12 寸晶圆厂，台湾

将占 11 家，中国大陆将增加 8 家，全球 12 寸晶圆产能将增加 180 万片/月，达到 700 万片/

月 12 寸晶圆产能，其中中国大陆将占比 20%（约 150 万片/月），仅次于韩国与台湾。2020

年 12 寸晶圆厂设备支出约 58 亿美元，同比上升 13%，2021 年将超 60 亿美元，至 2023 年

将达 70 亿美元，晶圆厂建设投资整体将保持高度景气，开启三年上行期。 
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图 4：12 寸晶圆厂设备支出预测 

 
资料来源：Semi，安信证券研究中心 

 

2. 国内晶圆厂产能持续扩充，多产线拉动国内半导体设备需求 

 

中芯国际：扩产重点由先进制程转移至成熟制程，新产线建设采购需求大规模上升。 

 

根据公司公告，2020 年中芯国际年初资本开支预计 31 亿美元，全年实际开支为 57 亿美元，

2021 年初预计资本开支 43 亿美元，21Q1 已实现资本开支 35 亿美元，全年实际支出或将超

出预期，尽管 2021 年预计资本支出同比下降 25%，但 2020 年中芯国际主要建设 14nm 及

以下先进制程产线中芯南方 SN1&2，对国产设备采购需求较少，2020 年 12 月 18 日美国

BIS 对包括中芯国际内的 60 家公司实施出口管制后，中芯国际将扩产重点转移至 28nm 及

以上成熟制程产线，根据公司业绩说明会披露，2021 年将扩产至少 4.5 万片 8 寸产能及

Non-FINFET 1 万片 12 寸产能（不包括中芯绍兴及宁波），预计扩产重点将聚焦于中芯天津

（8 寸）及中芯北方（12 寸），合计总产能将由 2020 年末 52 万片等效 8 寸产能提升至约 58.75

万片，此外，中芯控股、国家大基金二期和亦庄国投投资约 497 亿元建设中芯京城项目，其

中一期项目计划于 2024 年完工，建成后将达成每月约 10 万片 12 英寸晶圆产能；与深圳政

府共投资 23.5 亿美元，建设约 4 万片 12 寸产能晶圆厂，预期将于 2022 年开始生产。未来

随着原有产线扩产加速，新厂房逐渐投产，采购需求将大规模上升。 

 

表 1：中芯国际产线及扩产情况汇总 

场址 主要产品 晶圆尺寸 制程 投资金额 
开工时

间 
状态 

规划产

能 

2020 年

扩产 

2021 年

扩产 

8 寸产线 

中芯天津 
指纹识别 IC、PMIC、汽车

电子 IC、CMOS 
200mm 350-90nm 15 亿美金 

2016 年

10 月 
产能爬坡 150K 30K 

至少

45K 

中芯宁波 

0.18um 射频及高压模拟器

件的特种工艺生产线 
200mm 

 
12 亿元 

2018 年

11 月 
产能爬坡 15K 

 高压模拟、射频前端、特种

半导体 
200mm 

 
39.9 亿元 

2020 年

6 月 
建设中 27.5K 

中芯绍兴 MEMS, IGBT 和 MOSFET 200mm 
 

58.8 亿 2019 年 产能爬坡 
41.67

K 
40K 

已扩产

20K 

12 寸产线 

中芯北方 Polysion 工艺 300mm 
40nm-28n

m 
35.9 亿美元 

2018 年

3月投产 
产能爬坡 35K 20K 10K 

中芯南方 
 

300mm 14nm 675 亿 2019 产能爬坡 35K 3K 
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中芯京城 
 

300mm 130-28nm 531 亿元 2024 规划中 100K 
  

中芯深圳 
指纹识别、图像传感器、逻

辑电路、电源管理芯片 
300mm 

28nm 及以

上 
23.5 亿美元 

预计

2022 年

投产 

建设中 40K 
  

资料来源：公司公告，安信证券研究中心 

 

华虹集团：整体扩产加速，产能合计扩充有望达 5.5 万片/月 

 

华虹集团主要扩产规划集中于华虹半导体（Fab 7）及上海华力（Fab 6），根据公司官网，

华虹半导体一期项目（Fab 7）投资 25 亿美元，计划建设一条月产能 4 万片的 12 英寸集成

电路生产线，至 2020 年底产能已达 2 万片/月，2021 年 5 月 20 日，上海华虹集团在华虹

无锡集成电路研发和制造基地隆重举行“520”周年庆活动，庆祝无锡基地一期项目全面达

产、提前实现月投片 4 万片目标，同时开启一期产能扩充计划，预计年底产能有望扩充至 6.5

万片；上海华力（Fab 6）总投资 387 亿元人民币，将建成月产能 4 万片的 12 英寸集成电路

芯片生产线，目前于 2018 年 10 月建成投片，2019 年末月产能达 1 万片/月，根据规划 2022

年底将达 4 万片/月，今年年末预计有望扩充至 3 万片/月。根据华虹集团扩产规划来看，近

两年华虹半导体扩产节奏明显加速，我们预计今年将有望扩充合计 12 寸晶圆产能 5.5 万片/

月，较去年上升 2.5 万片/月。 

 

表 2：华虹集团产线及扩产情况汇总 

场址 主要产品 晶圆尺寸 制程 投资金额 开工时间 状态 
规划

产能 

2020 年

扩产 

2021 年

扩产 

华虹半导体 
嵌入式非挥发性存储器；功率

半导体；模拟及电源等 
300mm 90-55/65nm 52 亿 

2021 年投

产 
扩产 65K 20K 45K 

华力微电子 28nm 逻辑 300mm 28-14nm 387 亿 

2018 年 10

月 18 日投

产 

产能

爬坡 
40K 约 10K 约 10K 

资料来源：公司官网，公司年报，安信证券研究中心 

 

长江存储：128 层技术已实现突破，未来扩产有望加速 

 

根据公司官网，长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目，该项目预计

分三期实施，规划月产能共 30 万片/月。根据武汉市政府信息披露 2019 年达到第一阶段 5

万片/月，2019 年进入产能扩张第二阶段，月产能达到 2 万片/月，至 2020 年末月产能约达 5

万片/月，根据规划，一期项目未来将达 10 万片/月，于 2022 年投产，同时二期工程于 2020

年中旬开始建设，两期产能规划共 20 万片/月，此外 2020 年 4 月，长江存储宣布 128 层

TLC/QLC 两款产品研发成功，未来将进入量产，根据长江存储扩产规划，我们预计今年年

底产能有望达 7 万片/月，且随着 128 层实现量产，未来扩产节奏有望加速，对应国产设备

需求将大幅提升。 

 

长鑫存储：加速突破 17nm 技术研发，设备需求有望加速提升 

 

合肥长鑫于 2016 年投资 1500 亿元建设存储器项目，根据规划一期产能将达 120Kwpm，根

据合肥产投集团官网，截至 2020 年底合肥长鑫已提前达到 4 万片月产能，开始启动 6 万片

产能建设，根据官网，合肥长鑫已于 2019 年 10 月量产了 19nm 工艺的 DDR4、LPDDR4

内存，并将于 2021 年完成 17nm 技术研发，加速向 DDR5 DRAM 产品研发，此外公司共

规划建设三期 Dram 存储器晶圆厂，预计三期满产后月产能将达 36 万片。我们预计今年年

底长鑫存储月产能有望达 6 万片，并且随着未来实现从 19nm DDR4 向 17nm DDR5 工艺的

转变，及后续两座晶圆厂陆续建设，未来对设备需求有望加速提升。 
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表 3：长江存储及长鑫存储产线及扩产情况汇总 

场址 主要产品 
晶圆

尺寸 
制程 

投资金

额 
建设时间 状态 

规划

产能 

2020 年

扩产 

2021 年

扩产 

长江存储 32/64 层 Nand Flash 
300m

m  
1600 亿 2018年投产 

产能

爬坡 
100K 约 20K 约 20K 

长鑫存储 DDR4 DRAM 
300m

m 
19nm 494 亿 2017年 5月 

产能

爬坡 
120K 约 20K 约 20K 

资料来源：公司官网，合肥产投集团，武汉市政府，安信证券研究中心 

 

士兰微、粤芯、积塔：一期项目基本完成，正积极推进新产线 

 

根据公司官网，2017 年 12 月，杭州士兰微电子股份有限公司与厦门市海沧区人民政府签署

了《战略合作框架协议》。按照协议约定，项目总投资 220 亿元，规划建设两条 12 英寸 90～

65nm 的特色工艺芯片生产线和一条 4/6 英寸兼容先进化合物半导体器件生产线。根据公司

公告，2020 年 12 月士兰集科第一条 12 寸生产线正式投产，预计今年四季度将实现 30Kwpm

产能，同时公司于 5 月 11 日晚启动了“新增年产 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件

芯片技术提升及扩产项目”预计投资 20 亿元，实施周期为 2 年。此外根据公司公告，2019

年公司于杭州建设士兰集昕二期项目，共形成年产 36 万片 8 寸功率半导体、MEMS、高压

集成电路产能，其中将购入 51 台国产设备，占总采购数量的 10.6%。 

 

积塔半导体于 2018 年总投资 359 亿元，建设月产能 6 万片 8 英寸生产线及 5 万片 12 英寸

生产线，2019 年底 8 寸产线实现设备搬入，2020 年 6 月 8 寸线正式投产，2020 年底 12 寸

产线实现设备搬入，目前处于产能爬坡中。  

 

根据广州开发区 2021 年重点建设项目计划公布，粤芯半导体二期项目，总投资 65 亿元，将

新建 90-55nm 高端模拟工艺生产线，新增月产能 2 万片 12 英寸晶圆芯片，计划 2021 年投

资 14 亿元，完成无尘车间装修、设备安装以及生产辅助设施建设。 

 

此外，格科微投资 22 亿美元建设 12 英寸 CIS 晶圆厂、闻泰科技投资 120 亿元建设车规级

半导体晶圆制造中心，长沙比亚迪投资 10 亿元建设 2 万片 8 英寸 IGBT 芯片产线，国内半

导体设备由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动转变为国内各类 IDM/

代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振，根据芯思想统计，2020 年四季度 12 英寸生产线合计

产能约 103 万片，较 2019 年增长 13 万片，8 英寸生产线合计产能约 117 万片，较 2019 年

增长 17 万片，根据我们统计 2021 年 12 英寸生产线合计产能将提升 17 万片，8 英寸生产线

合计产能将提升 10 万片，加上规划未完工产能后，12 英寸产线合计产能将超 200 万片， 8

英寸合计产能将达 150 万片，国内晶圆厂产能扩充将持续加速，国产半导体设备需求将迎来

大规模提升。 

 

3. 半导体产业向中国大陆转移，半导体设备国产化率有望持续上升 

 

全球半导体设备市场持续增长，大陆半导体市场有望持续保持高景气。2019 年全球固态存

储及智能手机、PC 需求增长放缓，全球贸易摩擦升温，导致全球半导体市场需求下滑，随

着 2020 年下游消费电子高景气以及先进制程投资加速，2020 年将迈过拐点进入复苏阶段，

根据 SEMI 预计，2020 年半导体设备行业规模将达到 712 亿美元，同比增长 19%，2021 年

将继续维持高速增长，国内半导体设备市场达 187.2 亿美元，同比增长 39%。此外，随着半

导体产业的资本注入热潮，本土晶圆厂在建和规划的数量快速增加，对国产半导体设备的需

求将进一步提升，全球半导体产业向中国大陆转移已成定局，推动半导体国产化率逐渐上升。 
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图 5：全球及中国大陆半导体设备市场规模 

 
资料来源：Semi，安信证券研究中心 

 

以长江存储为例，国产化率已逐渐攀升至 16%。2020 年 12 月，美国正式将中芯国际列入“实

体清单”，为保障中国半导体产业链的安全自主，半导体设备国产替代是必然趋势。长江存

储作为国内半导体设备需求的较大来源，其国产替代程度对于国内半导体设备产业发展起着

至关重要的作用。近年来，长江存储正在加快其设备的国产替代进程，我们根据中国国际招

标网数据进行了统计， 截止 2021 年 5 月 30 日，预计长江存储综合国产化率已提升至 16%，

其中从北方华创采购的刻蚀设备、氧化/扩散/热处理设备、薄膜沉积设备，从沈阳拓荆采购

的薄膜沉积设备份额均有显著的提升，我们认为，在强调科技自立自强的大背景下，国内各

产线国产化率有望持续提升，对国内半导体设备厂商的订单需求将受益显著。 

 

表 4：长江存储 2017~2021 年国产半导体设备中标数量与份额情况 

公司 设备类型 中标数量（台） 中标份额（%） 

  
2017 2018 2019 2020 2021 合计 2017 2018 2019 2020 2021 合计 

北方华创 

氧化/扩散/热处理设备 
 

1 32 30 17 80 
 

20% 53% 36% 38% 47% 

刻蚀设备 
  

6 12 6 24 
  

6% 9% 22% 7% 

薄膜沉积设备 
 

2 1 3 4 10 
 

5% 0% 1% 4% 2% 

清洗设备 
 

2 
   

2 
 

14% 
   

2% 

华海清科 CMP 设备 
  

5 17 2 24 
  

18% 28% 11% 23% 

武汉精鸿 测试设备 
  

5 5 
 

10 
  

1% 1% 
 

1% 

上海精测 量测设备 
   

6 
 

6 
   

7% 
 

2% 

沈阳拓荆 薄膜沉积设备 
 

1 4 3 3 11 
 

3% 2% 1% 3% 2% 

盛美半导体 清洗设备 1 8 9 11 6 35 4% 57% 25% 29% 21% 31% 

芯矽 清洗设备 
   

5 
 

5 
   

4% 
 

4% 

中科飞测 量测设备 
  

3 3 
 

6 
  

3% 3% 
 

2% 

中微公司 刻蚀设备 5 11 13 21 
 

50 7% 30% 13% 15% 
 

14% 

上海睿励 过程工艺控制 2 
    

2 2% 
    

1% 

屹唐半导体 

刻蚀设备 1 
 

6 6 
 

13 1% 
 

6% 4% 
 

4% 

涂布/显影/去胶设备 7 2 21 24 
 

54 30% 100% 66% 56% 
 

54% 

扩散/氧化/热处理 1 
  

2 
 

3 6% 
  

2% 
 

2% 

合计 
 

17 27 105 148 38 
 

4% 13% 10% 14% 16% 
 

资料来源：中国国际招标网，安信证券研究中心，数据统计截止于 2021 年 5 月 30 日 
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国内厂商研发进度达预期，未来将进一步实现对国外先进设备的追赶。随着半导体特征尺寸

已降到 5nm 以下，未来将迎来后摩尔定律时代的到来，先进制程的突破将放缓，同时给予

了国产设备加速追赶的机会。我们根据各公司公告梳理了各半导体设备厂商最新的工艺进展，

光刻设备方面，上海微电子 90nm光刻机量产，正研发 28nm光刻机，芯源微涂胶显影机 28nm 

Barc 涂胶设备通过验证，正在研制 I-line 涂胶设备，刻蚀设备方面，北方华创 ICP 刻蚀机已

突破 14nm 技术，并已顺利交付 1000 腔，中微公司 ICP 刻蚀机正在国内主流客户处验证、

CCP 刻蚀机通过台积电 5nm 验证，现已进入 3nm 刻蚀机研究阶段；薄膜沉积设备方面，北

方华创 28nm PVD 已实现量产，14nm 进入产线验证阶段，沈阳拓荆 40-28nm PECVD 设备

已投产、ALD 设备通过客户 14nm 验证，测试设备方面华峰测控数模混合测试机市占率 2018

年已达 40%，并完成 SoC 测试机研发。此外，CMP、清洗、热处理等环节国内半导体设备

企业研发进度均达预期，并逐渐通过国内生产线验证，未来将进一步实现对国外先进设备的

追赶，进一步实现国产替代。 

 

表 5：国内半导体设备厂商工艺进展 

所属

环节 

2020 年全球市

场规模（亿美元） 
设备名称 

国内代表

厂商 
境外竞争对手 厂商水平 

光刻 
约 150 亿美元 光刻机 

上海微电

子 
ASML（荷兰） 90nm 光刻机量产、正在研发 28nm 光刻机 

约 35 亿美元 涂胶显影机 芯源微 TEL（日） 28nm Barc 涂胶设备通过验证，正在研制 I-line 涂胶设备 

刻蚀 约 120 亿美元 

硅刻蚀（ICP） 
北方华创 

Lam（美）、AMAT（美） 

ICP 刻蚀机已顺利交付 1000 腔，14nm 刻蚀机已进入主流

客户 

中微公司 

ICP 刻蚀机正在国内主流客户处验证 

介质刻蚀机

（CCP） 

CCP 刻蚀机通过台积电 5nm 验证，现已进入 3nm 刻蚀机研

究阶段 

热处

理 
约 15 亿美元 

氧化、扩散、

退火 

屹唐半导

体 
AMAT（美）、Kokusai

（日）、TEL（日） 

快速退火设备进入了全球制程最先进的 5 纳米逻辑量产生产

线 

北方华创 28/14nm 进入产业化阶段，7/5nm 开始研发 

掺杂 约 20 亿美元 离子注入机 
中科信 

AMAT（美）、Axcelis（美） 

中束流离子注入机产品已经批量进入市场；大束流离子注入

机已经进入客户端验证；高能离子注入机预计 2020 年底进

入客户端验证 

万业企业 研制 14 纳米制程的 FinFET 半导体离子注入机 

薄膜

沉积 

约 30 亿美元 PVD 北方华创 Lam（美）、AMAT（美） 28nm PVD 已实现量产，14nm 进入产线验证阶段 

约 130 亿美元 
CVD 沈阳拓荆 日立（日）、Lam（美）、

TEL（日）、AMAT（美） 

40-28nm PECVD 设备已投产 

ALD 沈阳拓荆 ALD 设备通过客户 14nm 验证 

CMP 约 20 亿美元 CMP 设备 华海清科 AMAT（美）、Ebara（日） 12 英寸 CMP 设备进入中芯国际、华虹无锡、上海华力产线 

清洗 约 45 亿美元 清洗设备 

北方华创 

DNS（中国台湾）、Lam

（美）、TEL（日） 

北方华创 Saqua 清洗设备进入中芯国际 28nm 产线 

盛美半导

体 
盛美清洗设备进入中芯国际 14nm 验证 

芯源微 Spin Scrubber 已 

量测 约 70 亿美元 
光学测量设备 上海睿励 KLA（美）、AMAT（美） 光学测量设备已应用于 28nm 产线并在进行 14nm 工艺验证 

缺陷检测设备 中科飞测 KLA（美）、AMAT（美） 晶圆表面颗粒检测机进入中芯绍兴产线 

测试 约 70 亿美元 测试机 
华峰测控、

长川科技 
泰瑞达（美）、爱德万（日） 数模混合测试机国内市占率超 60%，已研发出 SoC 测试机 

资料来源：SEMI，各公司公告，安信证券研究中心 

 

4. 投资建议 

 

我们认为，在国外管制日益严峻的格局下，目前中国已逐渐将半导体战略重心从以往追求在

先进制程上的领先转移至成熟制程上的自主可控，势必会带来对国产设备的可靠性、先进性

有一定要求，在国家政策整体利好催化下，不断倒逼国内设备企业加大研发投入，早日实现

在关键领域上国产设备对国外设备的进口替代，同时由依赖美国先进设备转向中高端设备自

主可控，高端设备海外引进（欧洲设备、日本材料、韩国存储器）的“去 A 化”路线，极大
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地推动了国产设备未来在国内的渗透率，国产半导体设备将站上风口浪尖，重点推荐中微公

司（刻蚀设备）、华峰测控（测试设备）、盛美股份（清洗设备），精测电子（测试设备），建

议关注北方华创（刻蚀设备）、芯源微（涂胶显影设备）、至纯科技（清洗设备）、长川科技

（测试设备）。 

 

5. 风险提示 

 

下游扩产不及预期，半导体国产化进程不及预期 
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Tabl e_Addr ess  

安信证券研究中心 
深圳市 

地  址： 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层 

邮  编： 518026 

上海市 

地  址： 上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层 

邮  编： 200080 

北京市 

地  址： 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层 

邮  编： 100034 
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 销售联系人  
上海联系人 潘艳 上海区域销售负责人 18930060852 panyan@essence.com.cn 

 侯海霞 上海区域销售总监 13391113930 houhx@essence.com.cn 

 朱贤 上海区域销售总监 13901836709 zhuxian@essence.com.cn 

 李栋 上海区域高级销售副总监 13917882257 lidong1@essence.com.cn 

 刘恭懿 上海区域销售副总监 13916816630 liugy@essence.com.cn 

 苏梦 上海区域销售经理 13162829753 sumeng@essence.com.cn 

 秦紫涵 上海区域销售经理 15801869965 qinzh1@essence.com.cn 

 陈盈怡 上海区域销售经理 13817674050 chenyy6@essence.com.cn 

 徐逸岑 上海区域销售经理 18019221980 xuyc@essence.com.cn 

北京联系人 张莹 北京区域销售负责人 13901255777 zhangying1@essence.com.cn 

 张杨 北京区域销售副总监 15801879050 zhangyang4@essence.com.cn 

 温鹏 北京区域销售副总监 13811978042 wenpeng@essence.com.cn 

 刘晓萱 北京区域销售副总监 18511841987 liuxx1@essence.com.cn 

 王帅 北京区域销售经理 13581778515 wangshuai1@essence.com.cn 

 游倬源 北京区域销售经理 010-83321501 youzy1@essence.com.cn 

 侯宇彤 北京区域销售经理 18210869281 houyt1@essence.com.cn 

深圳联系人 张秀红 深圳基金组销售负责人 0755-82798036 zhangxh1@essence.com.cn 

 胡珍 深圳基金组高级销售副总监 13631620111 huzhen@essence.com.cn 

 范洪群 深圳基金组销售副总监 18926033448 fanhq@essence.com.cn 

 聂欣 深圳基金组销售经理 13540211209 niexin1@essence.com.cn 

 杨萍 深圳基金组销售经理 0755-82544825 yangping1@essence.com.cn 

 黄秋琪 深圳基金组销售经理 13699750501 huangqq@essence.com.cn 

 喻聪 深圳基金组销售经理 18503038620 yucong@essence.com.cn 

 马田田 深圳基金组销售经理 18318054097 matt@essence.com.cn 
 
 


